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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Profil mit
einem strangférmigen, z.B. im Wege der Extrusion aus
WPC-Material gefertigten Profilkorper.

[0002] Bei dem sogenannten bekannten WPC-Mate-
rial (WPC ist eine Abkiirzung fir "Wood Plastic Compo-
sites") handelt es sich um ein Polymermaterial mit Holz-
fasern bzw. um ein Polymermaterial, das mit Holzfasern
gefilltist, wobei das Polymermaterial meist ein auf Basis
von Polyolefinen und PVC gebildetes Polymermaterial
ist. WPC-Material wird gegenwartig in groRen Mengen
produziert, wobei in vielen Fallen aus WPC-Material im
Wege der Extrusion Profilkdrper gefertigt werden welche
insbesondere als Komponenten fir Bodenbelage
(Decking) vorgesehen sind, wobei zur Herstellung eines
Bodenbelags eine Mehrzahl dieser Profilkérper zu dem
Bodenbelag zusammengesetzt werden.

[0003] Trotz der vorteilhaften Eigenschaften dieser
Profile, insbesondere als Komponenten fiir Bodenbela-
ge, weist WPC-Material den Nachteil auf, dass es bei
einem langen Einsatz in feuchten Umgebungen, eine nur
begrenzte Lebensdauer aufweist, derart, dass das WPC-
Material des Profils aufweicht und sich gegebenenfalls
infolge von Faulnisprozessen zersetzt.

[0004] Es ist bekannt, bei Profil-Hohlkdrpern eigens
vorgefertigte Abdeckkappen, deren Form auf die Profil-
Geometrie abgestimmt ist, zum VerschlieRen der offe-
nen Profilstirnseiten zu verwenden. Die Abdeckkappen
sollen neben einem Eindringen von Feuchtigkeit in die
Hohlkammer mit einhergehender Bildung von Schimmel-
pilzen bzw. Biofilmen insbesondere auch einen Insek-
tenbefall weitestgehend vermeiden, der die Bildung von
Schimmelpilzen bzw. Biofilmen noch verstéarkt. Aller-
dings sind diese Abdeckkappen nicht feuchtigkeitsdicht
und kénnen daher die Bildung von Schimmelpilzen bzw.
Biofilmen nicht vollstandig unterbinden.

[0005] Ferner missen die Abdeckkappen eigens an
die jeweilige Geometrie der Profil-Hohlk&érper bzw. Hohl-
kammerprofile angepasstwerden. Insbesondere kénnen
die Abdeckkappen in der Regel nur dann eingesetzt wer-
den, wenn die entsprechenden Schnittflachen der Profile
gerade bzw eben ausgebildet sind.

Zugrundeliegende Aufgabe

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Profil mit einem strangférmigen, z.B.
im Wege der Extrusion, aus WPC-Material gefertigten
Profilkdrper anzugeben, das auch in feuchter Umgebung
eingesetzt werden kann ohne dass ein Aufweichen bzw.
Zersetzen des WPC-Materials erfolgt.

Erfindungsgemale Lésung

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf mit ei-
nem Profil mit einem strangférmigen, z.B. im Weg der
Extrusion aus WPC-Material gefertigten Profilkdrper ge-
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|6st, wobei die Oberflache des Profilkdrpers zumindest
bereichsweise mit wenigstens einer Beschichtung ver-
sehen ist, die ein Eindringen von Feuchtigkeit in das
WPC-Material verhindert.

[0008] DieBeschichtungvermeidetein Eindringenvon
Feuchtigkeit in das WPC-Material, so dass der erfin-
dungsgemale Profilkérper insbesondere auch als Kom-
ponente eines Bodenbelags fir Auenanwendungen,
wie einem Terrassenboden, verwendet werden kann.
(WPC ist eine Abkirzung fur "Wood Plastic Composites”
und WPC-Material ist ein Polymermaterial mit Holzfasern
bzw. ein Polymermaterial, das mit Holzfasern gefllt ist,
wobei das Polymermaterial meist ein auf Basis von Po-
lyolefinen und PVC gebildetes Polymermaterial ist.)
[0009] Die erfindungsgemafe Beschichtung besteht
vorzugsweise aus einem polymeren Material, wobei das
polymere Material vorzugsweise aus PP (Polypropylen)
oder SEBS bestehen kann. Das polymere Material kann
erfindungsgemal auch wenigstens teilweise aus PP
oder SEBS bestehen. Das PP kann insbesondere ein
weiches PP, wie z.B. Hifax CA10 der Fa. Basell oder ein
SEBS (Styrol-Copolymer) der Fa. Multibase sein. Das
polymere Material kann vorzugsweise eine hinreichende
Elastizitat aufweisen, um gegebenenfalls Spannungen
durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aus-
zugleichen.

[0010] Die Beschichtung kann, z.B. durch Coextrusi-
on, auf die dulRere Oberflache des Profilkrpers aufge-
tragen werden. Insbesondere kann sich die Beschich-
tung farblich von dem Profilkdrper unterscheiden oder
auch optisch auf den Profilkdrper abgestimmt sein.
[0011] Bei einer Ausfuhrungsform ist der Profilkérper
als Profil-Hohlkdrper mit mindestens einer inneren Ober-
flache ausgebildet, wobei die Beschichtung auf die inne-
re und / oder die dufRere Oberflache aufgetragen ist. Mit
einem Profil-Hohlkdrper ist gegentber einem Vollprofil
bzw. einem Profil-Vollkérper eine wesentliche Material-
und Gewichtseinssparung mdoglich. Mittels der erfin-
dungsgemalf’ vorgesehenen Beschichtung, die auf min-
destens eine innere Oberflache des Profil-Hohlkorpers
aufgebracht ist, kann der Profil-Hohlk&érper wirksam vor
Feuchtigkeit innerhalb mindestens einer Hohlkammer
des Profil-Hohlkérpers geschiitzt werden, die von der
mindestens einen inneren Oberflache begrenzt ist. Dies
istinsbesondere deshalb von Vorteil, weil sich durch Ver-
suche herausgestellt hat, dass bei Profil-Hohlkérpern
aus WPC-Materia! ca. 40 % der Wasseraufnahme durch
die inneren Oberflachen erfolgt. Ferner ist durch die Be-
schichtung insbesondere auch ein wirksamer Schutz des
WPC-Materials vor Bakterien und/oder Insekten und/
oder Algen und/oder Schadlingen mdglich, die sich in-
nerhalb der Hohlkammer befinden. Auch das Risiko des
Pilzbefalls kann durch die reduzierte Feuchtigkeitsauf-
nahme bzw. durch die Versiegelung der Innenflachen
deutlich minimiert werden.

[0012] Bevorzugt ist die Beschichtung im Wege der
Coextrusion aufgetragen. Mit der wahrend der Herstel-
lung des Profil-Hohlkdrpers durch Coextrusion gebilde-
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ten Beschichtung wird erfindungsgemaf ein Profil-Hohl-
korper geschaffen. desseninnere Oberflache bzw. Ober-
flachen bereits vor der eigentlichen Anwendung, wie fur
den Einsatz als Bodenbelag-Komponente, insbesondere
hinreichend vor Feuchtigkeit geschitzt sind. Im Rahmen
der Erfindung liegt es natiirlich hierbei auch, zusatzlich
die dulRere Oberflache des Profilkdrpers mit einer Be-
schichtung zu versehen.

[0013] Der Profilkérper kann erfindungsgemaf auch
in Form eines Vollprofils bzw. eines Profil-Vollkérpers
ausgebildet sein.

[0014] Die Erfindung betrifft ferner ein System mit
mehreren nebeneinander angeordneten Profilen, wobei
die Profile insbesondere gemeinsam einen Bodenbelag
fir AuRenanwendungen bilden, und wobei die Beschich-
tung aus einem bandférmigen Material besteht, das auf
die Stirnseiten der nebeneinander liegenden Profile auf-
gebracht ist, so dass mehrere ProfilStirnseiten, insbe-
sondere offene Profilstirnseiten, wenigstens bereichs-
weise gemeinsam mit einem einzigen Band bedeckt sind.
[0015] Das erfindungsgemafle System weist gegen-
Uber bekannten Systemen, die aus WPC-Profilen zu-
sammengesetzt sind, den Vorteil auf, dass mehrere Pro-
filstirnseiten wenigstens bereichsweise gemeinsam mit
einem einzigen Band bedeckt sind, welches insbeson-
dere offene Profilstirnseiten verschlieRt. Das bandformi-
ge Material kann - nachdem die einzelnen Profile insbe-
sondere zur Bildung eines Bodenbelags nebeneinander
angeordnet worden sind - auf einfache und praktische
Weise auf die Stirnseiten aufgebracht werden, ahnlich
wie bei einem bekannten Kantenbad, das auf eine M6-
belplatte aufgebracht wird. Insbesondere ist mittels des
erfindungsgemafien Bands ein im Vergleich zu bekann-
ten LOsungen kostenglinstiges Bedecken bzw. Ver-
schlielen der Profilstirnseiten méglich, und ferner kann
eine Vielzahl von dekorativen Méglichkeiten problemlos
umgesetzt werden.

[0016] ErfindungsgemaR ist insbesondere auch vor-
gesehen, dass das bandférmige Material bei Systemen
mit Profilen eingesetzt wird, die einen Profilkdrper auf-
weisen, der als Vollprofil bzw. Profil-Vollkérper ausgebil-
det ist, wobei das bandférmige Material auf die Stirnsei-
ten dieser Profile aufgebracht ist.

[0017] Das bandférmige Material besteht vorzugswei-
se wenigstens teilweise aus einem Polymer-material,
das durch Erwarmen wenigstens teilweise in einen
schmelzflissigen Zustand Uberfihrbar ist, so dass das
bandférmige Material flachig und durch Erwéarmen stoff-
schlussig mit den Stirnseiten verbunden werden kann,
um mehrere Profilstirnseiten gemeinsam mit einem ein-
zigen Band zu bedecken und insbesondere offene Pro-
filstirnseiten durch dieses Band feuchtigkeitsdicht zu ver-
schlielRen.

[0018] Das bandférmige Material kann in der Regel
vor Ort auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten
und beispielsweise mit Heilluft erwarmt werden, so dass
eine vorzugsweise vollstandige stoffschliissige Verbin-
dung bzw. Verklebung des Bands bzw. des bandférmi-
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gen Materials mit den Stirnseiten realisierbar ist. Das
bandférmige Material kann auch angepasst an den je-
weiligen Anwendungsfall ausgestanzt werden.

[0019] ErfindungsgemaR ist insbesondere auch vor-
gesehen, dass ein Stlick eines Profils, das insbesondere
ein Stiick von zwei Stlcken sein kann, die nach Durch-
schneiden bzw. Durchtrennen des Profils in Langsrich-
tung vorliegen, ein Teil bzw. eine Komponente des erfin-
dungsgemafen Systems in Form eines Abschluss-Pro-
fils ist. Beim Durchschneiden bzw. Durchtrennen eines
Profils, das einen Profil-Hohlkdrper aufweist, kann dann
die Schnittseite bzw. Langsseite des Abschluss-Profils
eine Aussparung aufweisen, die vor dem Durchtrennen
einen Teil einer Hohlkammer des Profil-Hohlkorpers bil-
dete.

[0020] Erfindungsgemal ist insbesondere vorgese-
hen, diese Schnittseite bzw. Langsseite mit dem erfin-
dungsgemafien bandférmigen Material bzw. dem Band
zu bedecken, um insbesondere die Aussparung zu ver-
schlielRen.

[0021] Mit dem erfindungsgemafien Band lasst sich
insbesondere auch eine Langsseite des Rands des er-
findungsgemaRen Systems abschielRen, einhergehend
mit der Schaffung eines optisch ansprechenden System-
Rands.

[0022] DurchdasBand bzw. das bandférmige Material
kann auch Profilen mit einem Profil-Hohlkorper ein Voll-
profilcharakter verliehen werden, insbesondere auch
deshalb weil ein zumindest im Wesentlichen fugenloser
Anschluss des bandférmigen Materials bzw. des Bandes
an die Profile mdglich ist.

[0023] DieFarb-und FormgebungdesBandsbzw. des
bandférmigen Materials kann beliebig und individuell ge-
wahlt werden. Das Band bzw. das bandférmige Material
kann an die Optik der Profile bzw. der Profilkérper ange-
passt sein und/oder auch farbig bedruckt sein, um da-
durch Akzente zu setzen.

[0024] Insbesondere kann das bandférmige Material
wenigstens eine Seite in Form einer Sichtseite aufwei-
sen, welche nach dem Aufbringen des bandférmige Ma-
terials auf die Stirnseiten sichtbar ist, wobei die Sichtseite
optisch an die Oberflache, insbesondere die aullere
Oberflache der Profilkérper bzw der Profile angepasst
sein kann. Alternativ kann die Sichtseite aber auch farbig
ausgebildet sein, z.B. farbig bedruckt sein, um dadurch
Akzente zu setzen und/oder sich optisch von der duReren
Oberflache der Profilkérper bzw. der Profile abzuheben.
[0025] Die einzelnen Beschichtungsformen kdnnenim
Rahmen der Erfindung generell beliebig miteinander
kombiniert werden, also bandférmiges Material und/oder
Auflenbeschichtung und/oder Innenbeschichtung.

Bei allen praktischen Ausflihrungsformen des erfin-
dungsgemalen Systems bestehen die Innenbeschich-
tung und die AufRenbeschichtung vorzugsweise aus ei-
nem Polymermaterial.

[0026] Erfindungsgemal kann auch vorgesehen sein,
dass die nebeneinander angeordneten erfindungsgema-
Ren Profile insbesondere gemeinsam eine Fassade bil-
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den. Auch kdnnen die erfindungsgemafen Profile als Be-
standteile einer Fensterfassade eingesetzt werden.
[0027] Die Erfindung betrifft ferner auch ein Verfahren
zur Herstellung eines Systems, insbesondere eines Bo-
denbelags fiir AuRenanwendungen, bei dem eine Mehr-
zahl von strangférmigen, im Wege der Extrusion aus
WPC-Material gefertigten Profilkdrpern, die vorzugswei-
se als Profil-Hohlkdérper ausgebildet sind, nebeneinander
angeordnet werden, und anschliefend ein bandférmiges
Material, das durch Erwarmen wenigstens teilweise in
einen schmelzflissigen Zustand Uberfiihrbar ist und ein-
gerichtetist, ein Eindringen von Feuchtigkeitin das WPC-
Material zu verhindern, wenigstens bereichsweise fla-
chig und durch Erwarmen stoffschlissig mit den Stirn-
seiten der nebeneinander liegenden Profilkérper verbun-
den wird, so dass mehrere Profilstirnseiten, insbesonde-
re offene Profilstirnseiten, wenigstens bereichsweise ge-
meinsam mit einem einzigen Band bedeckt werden.
[0028] Das Erwarmen des bandférmigen Materials
bzw. des Bandes, welches vorzugsweise aus einem Po-
lymermaterial besteht, kann erfindungsgemaf beispiels-
weise mit HeilBluft oder Laserstrahlung eines Lasers er-
folgen, so dass das erfindungsgemafie System, das ins-
besondere ein Bodenbelag fir Aulienanwendungen sein
kann, jeweils vor Ort auf einfache und praktische Weise
fertiggestellt werden kann. Erfindungsgema ist insbe-
sondere vorgesehen, dass das bandférmige Material
durch Erwarmen angeschmolzen bzw. teilweise in einen
schmelzflissigen Zustand Uberfiihrt wird und anschlie-
Rend in diesem angeschmolzenen Zustand bzw. teilwei-
se schmelzflissigen Zustand flachig auf die Stirnseiten
aufgebracht wird, um die flachige und stoffschliissige
Verbindung zu bilden.

[0029] Beieinerbevorzugten Ausfiihrungsformdes er-
findungsgemaRen Verfahrens wird ein bandférmiges
Material verwendet, das eine Tragerschicht und eine
Schmelzschicht aufweist, wobei die Schmelzschicht
durch Erwarmen wenigstens teilweise in einen schmelz-
flissigen Zustand Uberfihrbar ist. Durch Verwendung ei-
nes bandférmigen Materials, das eine Tragerschicht auf-
weist, die nicht schmelzend ist bzw. eine Schmelztem-
peratur aufweist, die gréf3er, vorzugsweise deutlich gro-
Rer ist als die Schmelztemperatur der Schmelzschicht,
kann die Verbindung auch derart erfolgen, dass die
Schmelzschicht des bandférmigen Materials zunachst
wenigstens bereichsweise flachig mit den Stirnseiten in
Kontakt gebracht wird und erst anschlieiend eine Erwar-
mung des bandférmigen Materials erfolgt, um unter zu-
mindest teilweiser Aufschmelzung der Schmelzschicht,
die flachige und stoffschliissige Verbindung zu bilden.
Bei der Schmelzschicht kann es sich um eine, ggf. co-
extrudierte, Klebstoffschicht, z.B. in Form eines Heil3kle-
bers, handeln. Im Rahmen der Erfindung liegt es insbe-
sondere aber auch, eine klebstofffreie Anbindung zwi-
schen bandférmigem Material und Profilkérper zu schaf-
fen, indem allein durch das Aufschmelzen der Schmelz-
schicht eine Verbindung zum Profilkérper hergestellt
wird.
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[0030] Im Rahmen der Erfindung liegt es ferner, dass
das bandférmige Material lediglich aus einer einzigen
Schicht (vorzugsweise aus einem klebstofffreien Mate-
rial) besteht, die an ihrer dem Profilkdrper zugewandten
Oberflache aufgeschmolzen wird, um eine Verbindung
zum Profilkérper herzustellen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0031] Nachfolgend werden Ausfiihrungsbeispiele der
Erfindung anhand der beigefligten Zeichnungen naher
erlautert. Es zeigt:

Fig. 1  eine schematische Schnittdarstellung eines er-
findungsgemafRen Profils mit einem Profilkdr-
per in Form eines Profil-Hohlkdrpers, und

eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung eines erfindungsgemaflen Systems ohne
ein die offenen Profilstirnseiten verschlieRen-
des Band, und ferner schematische Darstellun-
gen eines bandférmigen Materials.

Fig. 2

[0032] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung eines erfindungsgemafen Profils 10 mit einem Pro-
filkdrper 14 in Form eines Profil-Hohlkdrpers 14 aus
WPC-Material 12, der drei Hohlkammern 16 aufweist.
Die Oberflache 18 des Profil-Hohlkdrpers 14 setzt sich
ausdreiinneren Oberflachen 20, welche jeweils die Hohl-
kammern 16 begrenzen, und einer auleren Oberflache
22 zusammen. Jede der inneren Oberflachen 20 ist mit
einer erfindungsgemaRen zusammenhangenden Be-
schichtung 24 aus Polymermaterial versehen, die ein
Eindringen von Feuchtigkeitin das WPC-Material 12 ver-
hindert. Auch die auRere Oberflache 22 ist mit einer zu-
sammenhangenden erfindungsgemaflen Beschichtung
24 aus Polymermaterial versehen. Samtliche Beschich-
tungen 24 sind im Wege der Coextrusion bei der Extrusi-
onsherstellung des Profils 10 aufgetragen worden.
[0033] Fig. 2 zeigt oben eine schematische dre dimen-
sionale Darsteilung eines erfindungsgemafen Systems
26 ohne ein die offenen Profilstirnseiten 28 verschlieflen-
des Band, wobei das System 26 vorliegend drei neben-
einander angeordnete Profile 10 mit jeweils einem Pro-
filkbrper 14 in Form eines Profil-Hohikdrpers 14 aufweist
und wobei die drei Profile 10 gemeinsam einen Boden-
belag fir AuRenanwendungen, beispielsweise in Form
eines Terrassenbodens bilden. Die in Fig.2 dargestellten
Profile entsprechen in ihrem Aufbau dem in Fig. 1 ge-
zeigten Profil.

[0034] Das Vorsehen von lediglich drei Profilen 10 ist
lediglich beispielhaft, wobei erfindungsgemaf insbeson-
dere eine deutlich gréBere Anzahl von Profilen 10 ge-
meinsam den Bodenbelag bilden kénnen.

[0035] Dargestellt ist die Situation, bevor eine erfin-
dungsgemalfie Beschichtung in Form eines bandférmi-
gen Materials 30 - nachdem es, wie schematisch veran-
schaulicht, z.B. von einer Rolle 32 abgewickelt und auf
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eine geeignete Lange zugeschnitten worden ist - durch
Erwarmen (z.B. mit einem Heil3luftfén oder einem Hand-
Lasergerat) angeschmolzen bzw. teilweise in einen
schmelzflissigen Zustand Uberfiihrt und anschlieRend
flachig mit den offenen Profilstirnseiten 28 der nebenein-
ander liegenden Profile 10 in Kontakt gebracht wird, so
dass mehrere offene Profilstirnseiten 28 gemeinsam
durch ein einziges Band verschlossen sind. Insbesonde-
re kann das bandférmige Material 30 auch mitden Langs-
seiten 34 des Systems 26 wenigstens bereichsweise
stoffschllissig und flachig verbunden werden, um auch
die Langsseiten 34 optisch abzuschliellen, vorliegend
derart, dass die Nuten 36 der Langsseiten 34 von einer
im Wesentlichen ebenen Flache aus bandférmigem Ma-
terial 30 bedeckt sind.

[0036] NatirlichkannesbeideminFig.2dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel alternativ auch véllig ausreichend
sein, zum Schutz der inneren Oberflachen 20 nur das
bandférmige Material 30 vorzusehen und keine Be-
schichtung 24 der inneren Oberflachen 20 vorzunehmen.
Denn generell kbnnen im Rahmen der Erfindung die ein-
zelnen Beschichtungsmethoden (bandférmiges Material
30 sowie Auflen- und Innenbeschichtungen 24) beliebig
miteinander kombiniert werden.

[0037] Die Fig. 2 zeigt unten rechts ferner eine sche-
matische Schnittdarstellung eines bandférmigen Materi-
als 30 mit einem zweischichtigen Aufbau, umfassend ei-
ne Tragerschicht 40 und eine Schmelzschicht 38, wobei
die Schmelzschicht 38 durch Erwarmen wenigstens teil-
weise in einen schmelzfliissigen Zustand tberfiihrbar ist.
Die Tragerschicht 40 ist nicht schmelzend bzw. weist ei-
ne Schmelztemperatur auf, die gréRer, vorzugsweise
deutlich groRer ist als die Schmelztemperatur der
Schmelzschicht 38. Durch Verwendung dieses bandfor-
migen Materials 30 kann die Verbindung auch derart er-
folgen, dass die Schmelzschicht 38 des bandférmigen
Materials 30 zundchst wenigstens bereichsweise flachig
mit den offenen Profilstirnseiten 28 bzw. den Langsseiten
34 in Kontakt gebracht wird und erst anschlieend eine
Erwarmung des bandférmigen Materials 30 erfolgt, um
unter zumindest teilweiser Aufschmelzung der Schmelz-
schicht 38, die flachige und stoffschlissige Verbindung
zu bilden.

Bezugszeichenliste
[0038]

10  Profil

12 WPC-Material
14 Profilkérper
16 Hohlkammer
18  Oberflache

20 Innere Oberflache
22 AuRere Oberflache
24  Beschichtung

26  System

28  Profilstirnseite
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30 bandférmiges Material

32 Rolle

34  Langsseite

36  Nut

38  Schmelzschicht

40  Tréagerschicht

Patentanspriiche

1. Profil (10) mit einem strangférmigen, z.B. im Wege

der Extrusion, aus WPC-Material (12) gefertigten
Profilkérper (14), dadurch gekennzeichnet, dass
die Oberflache (18) des Profilkdrpers (14) zumindest
bereichsweise mit wenigstens einer Beschichtung
(24, 30) versehen ist, die ein Eindringen von Feuch-
tigkeit in das WPC-Material (12) verhindert.

Profil (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Profilkdrper (14) als Profil-Hohlkorper
(14) mit mindestens einer inneren Oberflache (20)
ausgebildet ist.

Profil (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Beschichtung (24) auf die innere Ober-
flache (20) aufgetragen ist.

Profil (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
(24) im Wege der Coextrusion aufgetragen ist.

Profil (10) nach einem der vorangehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschich-
tung (24) aus einem polymeren Material besteht.

Profil (10) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net dass das polymere Material aus PP oder SEBS
besteht.

System (26) mit mehreren nebeneinander angeord-
neten Profilen (10) nach einem der Anspriiche 1 bis
6, wobei die Profile insbesondere gemeinsam einen
Bodenbelag fir Aufenanwendungen bilden, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschichtung
(24) aus einem bandférmigen Material (30) besteht,
das auf die Stirnseiten (28) der nebeneinander lie-
genden Profile (10) aufgebrachtist, so dass mehrere
Profilstirnseiten (28), insbesondere offene Profil-
stirnseiten (28), wenigstens bereichsweise gemein-
sam mit einem einzigen Band bedeckt sind.

Verfahren zur Herstellung eines Systems, insbeson-
dere eines Bodenbelags fur AuRenanwendungen,
bei dem eine Mehrzahl von strangférmigen, im Wege
der Extrusion aus WPC-Material (12) gefertigten
Profilkérpern (14), die vorzugsweise als Profil-Hohl-
koérper (14) ausgebildet sind, nebeneinander ange-
ordnet werden, und anschlieRend
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ein bandférmiges Material (30), das durch Erwarmen
wenigstens teilweise in einen schmelzflissigen Zu-
stand Uberfiihrbar ist und eingerichtet ist, ein Ein-
dringen von Feuchtigkeit in das WPC-Material (12)
zu verhindern, wenigstens bereichsweise flachig
und durch Erwarmen stoffschliissig mit den Stirnsei-
ten (28) der nebeneinander liegenden Profilkdrper
(14) verbunden wird, so dass mehrere Profilstirnsei-
ten (28), insbesondere offene Profilstirnseiten (28),
wenigstens bereichsweise gemeinsam mit einem
einzigen Band bedeckt werden.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein bandférmiges Material (30) ver-
wendet wird, dass eine Tragerschicht (40) und eine
Schmelzschicht (38) aufweist, wobei die Schmelz-
schicht (38) durch Erwadrmen wenigstens teilweise
in einen schmelzflissigen Zustand Uberfihrbar ist.
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